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@ Procede d'assemblage de carte a circuit integre et carte ainsi obtenue 



® Le support de carte est muni d'un logement (5) 
destine ^ recevoir un circuit integre ou 01 (4) et dont 
le fond (7) est muni de plages metalliques de 
contact internes ou PMGI (9), reliees electriquement 
k des plages metalliques de contact externes ou 
PMCE (2). Selon Pinvention, las PMCI (9) etant re- 
lives, par des metallisations (8) sur les parois (6) du 
logement (5), aux PMCE (2) disposees sur la face 



(3) qui comporte le logement (5), I'etablissement des 
connexions electriques entre les PMCI (9) et les 
plages metalliques du CI (4) consiste en un montage 
flip-chip du CI par collage au moyen d'une colle a 
conduction electrique anisotrope (36), sous certaines 
conditions de temperature et de pression, apr^s quoi 
la colle est polymerisee. 

Application aux cartes a puce 4lectroniques. 
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La presents invention concerns un proc^de 
d'assemblage de carte electronique comportant un 
support de carte en matifere plastique muni d'un 
logennent destine h recevoir un circuit int^gre et 
dont le fond est muni de plages m^taKiques de 
contact internes h connecter aux plages metalH- 
ques de contact du circuit int^gr^. Ces plages 
m^talliques de contact internes sont reliees h des 
plages m^talliques de contact extornes qui sont 
disposees soit sur la face du support qui comporte 
ledit logement, au moyen de pistes ^lectriquement 
conductrices qui parcourent les parois du loge- 
ment, soit sur I 'autre face du support, opposee a 
celle qui comporte ledit logement. par des traver- 
s6es m^tallisees h travers le fond du logement. 

L'inventlon concerns aussi la carte ilectronique 
obtenue par ce precede. 

Le circuit int^gre (ou puce), insert dans le 
logement du support peut etre une memoire elec- 
tronique. ou un microprocesseur, de surface plus 
grande que la simple memoire. 

Les precedes couramment employels pour la 
realisation de cartes a puce electroniques utilisent 
un circuit imprim^ depose sur un film support, 
gen^ralement en verre 6poxy, en polyimide ou en 
polyester, comme decrit par exemple dans le bre- 
vet europeen EP 0 201 952 B1 au nom de la 
demanderesse (PHF 85/533). II est aussi connu 
d'utiliser une grille surmoul^e. Le film support ou la 
grille portent sur I'une des faces les plages metalli- 
ques de contact externe de la carte : i'autre face 
sert de support k la puce Electronique qui est 
reliee electrlquement aux contacts extemes, k tra- 
vers le film, ou la grille. Le materlau du film sup- 
port et le mat^riau utilise pour le surmoulage des 
grilles sont isolants afin d'isoler electriquement les 
contacts externes et les connexions internes de la 
puce Electronique. 

L'assemblage de la carte k puce consiste alors 

a : 

- coller le circuit intEgrE (la puce) sur la face 
interne du film ou de la grille, 

- rEaliser les connexions Electriques reliant les 
contacts de la puce aux plages metalliques 
de contacts externes (au rnoyen de tils 
conducteurs), 

- protEger la puce et les connexions au moyen 
d'une resine de protection. 

- dEcouper le module Electronique ainsi forme 
pour le detacher du film support ou de la 
grille, 

- inserer et coller le module dans un support 
de carte en matl^re plastique (gEneralement 
du PVC, de TABS ou du polycarbonate) dans 
laquelle a ete prEalablement rEalisE un loge- 
ment (cavite) pour recevoir ledit module par 
son c6tE qui supporte le circuit intEgrE (la 
puce). Ce logement peut §tre realisE par 



BNSDOCI0:<EP 0688O50A1> 




688 050 A1 2 

moulage par injection ou par lamage. 
Avec ces procedEs. Toperation de protection 
de la puce Electronique et des connexions est 
souvent delicate car I'Epaisseur de cette protection 
5 doit etre parfaitement controlEe pour permettre i'in- 
sertion dans la cavitE du support de carte qui ne 
dEpasse pas 650 um de profondeur. 

L'insertion du module Electronique dans la car- 
te est Egalement dElicate et exige des tolErances 
10 de planEitE et de positionnement latEral trEs ser- 
rees pour eviter les problemes d'utilisation dans les 
lecteurs ou de logement du module dans la cavite. 

Par ailleurs, le collage du module electronique 
doit etre tres efficace pour satisfaire les tests de 
75 torsion et de flexion imposEs. 

Enfin, ces procEdEs nEcessitent I'emploi de 
film ou de grilles qui entrent pour une part impor- 
tante dans le cout final du produit. 

Pour pallier ces inconvenients il est connu, 
20 selon un nouveau procedE assez recent, de fixer 
les plages mEtalllques de contact internes et exter- 
nes directement sur la carte, comme indique au 
premier paragraphe, ce qui supprime I'Etape inter- 
mediaire d'un module electronique porteur du cir- 
25 cuit integre. rapporte par collage sur le support de 
carte, dans le logement. Des demandes de brevet 
WO 92/13319 et WO 9a^13320 notamment, il est 
connu d'appliquer des plages metalliques de 
contact internes et externes qui communiquent par 
30 des traversEes mEtallisEes. de part et d'autre du 
fond du logement, en une meme operation, puis de 
placer le circuit intEgrE au fond du logement et de 
le connecter aux plages metalliques de contact 
internes. Entre autres precedes possibles pour la 
35 connexion du circuit integre, il est prevu un monta- 
ge flip-chip classique, selon lequel des surEpais- 
seurs metalliques realisees sur les contacts .du 
circuit integre, sont solidarisEes par des moyens 
de liaison Electrique et mEcanique appliquEs ponc- 
40 tuellement tels que la brasure ou le collage k I'aide 
d'une colle conductrice, k des surepaisseurs metal- 
liques correspondantes sur les plages mEtalliques 
de contact internes. Cette technique connue pose 
le probleme technique de devoir effectuer une ope- 
45 ration supplemenlaire de reprise dElicate du circuit 
integrE aprEs sa fabrication, pour la realisation sur 
ses contacts des surEpaisseurs gEnEralement rEali- 
sEes eh or ou en cuivre recouvert d'Etain. 

Un but de la presente invention est de reduire 
50 le nombre d'etapes de procEdE pour l'assemblage 
d'une carte a circuit integrE. 

Un autre but est de pouvoir utiliser, en vue de 
son montage dans une carte, un circuit integrE tel 
qu'il est habituellement commerciaiisE, c*est-&-dire 
55 dont les contacts ne nEcessitent pas de surEpais- 
seurs mEtalliques rapportEes. 

Ces buts sont atteints et les inconvenients de 
Tart antErieur sont attenuEs grice au fait que le 
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proced^ d'assemblage defini au premier paragra- 
phe est remarquable en ce que. les plages m^talli- 
ques dudit circuit Int6gr4 etant demunies de sure- 
paisseurs, I'etablissement des connexions electri- 
ques antra lesditas plages metalliques de contact 
interne at les plages nnetalllques dudit circuit inte- 
gre consiste en un proced^ de nnontage flip-chip 
particulier du circuit int^gre, lesdites connexions 
4tant r^alisSes par collage, associe h une pression» 
au moyen d'une colle k conduction 4lectrique ani- 
sotrope. prealablement depos^e au fond dudit lo- 
gement, apr^s quoi ladite colle a conduction elec- 
trique anisotrope est poiymerisee. 

Lors du collage, la colle k conduction electri- 
que anisotrope s'^tend contre la face active du 
circuit integre qui porte les contacts. 6tant entendu 
que, pour un tel montage, la masse du circuit 
int^gr^ est ramenee sur cette face et constitue un 
contact parmi d'autres. Cetta colle se presente soit 
sous la forme d'un film preforme, d'epaisseur cali- 
bree, soit sous forme d'une pate et peut etre 
depos^e, prealablement au collage, soit sur la face 
du circuit porteuse des contacts, soit. de preferen- 
ce, au fond du logement, sur les plages metalli- 
ques de contact Intemes k I'endroit oD les extremi- 
tes de cas dernieres ferment une configuration 
symetrique (par rapport a un plan) de celle des 
contacts du circuit integre. On notera que I'utilisa- 
tion de colle anisotrope est dej^ connue en soi 
pour le montage de composants sur circuit impri- 
me et notamment pour la connexion d'une carte 
imprimee sou pie h du verre muni de pistes 
conductrices dans des afficheurs a cristaux liqul- 
des. 

Un mode de realisation prefere du proced^ 
d'assemblage selon I'lnvention est remarquable en 
ce que ladite colle h conduction electrique aniso- 
trope est prepolymerisee pendant le depot flip-chip 
du composant dans le logement, puis, apres mise 
en oeuvre de ce precede, ledit logement est com- 
ble avec une r^sine de protection compatible avec 
la colle utilisee pour le montage flip-chip, aprfes 
quoi est effectuee la polymerisation simultan^e de 
ladite resine et de ladite colle. 

Une telle fa^cn d'operer permet d'economiser 
une ^tape. iors de I'assemblage, etant donn^ que 
deux operations de polymerisation successives de 
la colle puis de la resine de protection ne sont dfes 
lors plus necessaires. 

Pour s'affranchir totalement de risques de 
courts-circuits entre plages metalliques de contact 
internes ou entre Tune de ces plages et une partie 
de bord du circuit integre qui serait demunie de sa 
couche de passivation, il est avantageux d'utiliser, 
pour I'assemblage de la carte, un support de carte 
realise, avec son logement, selon une technique de 
moulage par injection et comportant des surepals- 
seurs, d'ailleurs realisabies par moulage, au fond 
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du logement, aux emplacements prevus pour lesdi- 
tes plages metalliques de contact internes. 

Un probl^me technique peut encore se poser 
lors de I'interconnexion entre contacts du circuit 
5 integr^ et contacts de la carte : com me le circuit 
integre est tres petit, de I'ordre de 1 k queiques 
mm2, une grande precision de positionnement du 
circuit integre est necessaire, si Ton veut eviter des 
distances tr^s faibles entre plages metalliques de 
10 contact internes. D'autre part, un positionnement 
precis n'est pas facilite par la couche de colle 
anisotrope qui masque I'une des configurations de 
contacts disposes en regard. 

Pour faci liter le positionnement du circuit inte- 
rs gre dans le logement, on peut prevoir que le sup- 
port de carte comporte des sur^paisseurs-guides 
prdvues au fond dudit logement permettant un po- 
sitionnement precis des contacts a connecter dudit 
circuit integre, lors du montage flip-chip de ce 
20 dernier, par guidage en place de ses bords. 

La description qui suit en regard des dessins 
annexes, le tout donne a titre d'exemple non limita- 
tif, fera bien comprendre comment Tinvention peut 
etre realisee. 

25 La figure 1 represente. vue en plan a grande 

echelle, avec arrachement, une carte a circuit inte- 
gre assemblee par le precede selon invention. 

La figure 2 est la section H-ll agrandie, avec 
arrachement, de la figure 1 . 

30 La figure 3 est la section lli-lll agrandie, avec 

arrachement, de la figure 2. 

La figure 4 il lustre, selon le meme mode de 
representation qu'^ la figure 2, une variante du 
mode de realisation des figures 1 a 3. 

35 La figure 5 est une vue en plan du logement, 

tres agrandie, selon le mode de realisation des 
figures 1 ^ 3, ou le support de carte comporte des 
surepaisseurs-guides. 

Aux figures 1 et 2 sont representees les parties 

40 actives d'une carte a circuit integre, oCi se trouvent 
les plages metalliques de contact externes desti- 
nees a §tre reliees electriquement avec les pal- 
peurs d'un lecteur de carte. Le support de carte 1 
comporte ces plages 2, de dimensions et de posi- 

45 tionnement normalises, sur une face 3 (dite supe- 
rieure) de la carte. Les plages metalliques sont. au 
moins pour certaines, reliees electriquement aux 
contacts d'un circuit integre (ou puce) 4 qui est 
compris dans I'epaisseur du corps, ou support de 

50 carte 1. 

Pour la mise en oeuvre du precede selon I'ln- 
vention. le support 1 comporte un logement 5 avec 
des parois laterales par exemple inclinees telles 
que 6 et dont le fond 7 est destine k recevoir la 

55 puce de circuit integre 4, et des pistes conductri- 
ces 8 (dites aussi lignes de metallisation) qui tor- 
ment une continuite avec les plages 2, s'etendent 
de la face 3 du corps de carte, jusqu'au fond 7 du 

3 
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logement ou se trouve leur extr^mit^ libre 9 en 
passant sur les parois lat^rales du logement 1 
qu'elles traversent (parcourent). Le logement 5 doit 
avoir une profondeur Inf^rieure h 650 urn afin de 
laisser une ^paisseur de plastique sufflsante en 
fond de carte pour ^viter une cassure dudit fond de 
carte et proteger la puce electronique. Divers pro- 
cedes peuvent etre utilises, de fagon connue en 
soi, pour solidariser les pistes 8. essentiellement. 
en cuivre, au support 1 qui est realise, avec son 
logement 5, de preference par moulage par injec- 
tion d'une mati^re thermoplastique telle que de 
I'ABS, ou du polycarbonate. Certains de ces prece- 
des sent d^crits plus loin. 

Pour la realisation des connexions electriques 
reliant les contacts du circuit integre 4 mis en 
place dans le logement aux extr^mites 9 des pistes 
au fond du logement. qui constituent des plages 
m^talllques de contact internes, on utilise, selon 
rinvention, un precede particulier de montage flip- 
chip reprdsent^ en detail h la figure 3. On notera, 
sur cette figure, que les contacts 31 de la puce de 
circuit Integra ne comportent pas de surepaisseurs. 
Quant aux plages metalliques de contact internes 
9, sur le fond 7 du logement 5, elles sent represen- 
tees aussi sans surepaisseurs, mais elles pour- 
raient comporter, de preference, de telles surepais- 
seurs et, de preference aussi. de forme cyllndrique, 
comme decrit plus loin. 

Pour le montage flip-chip represente, est utili- 
see une colle particuliere dite a conduction electri- 
que anisotrope, deja utilisee notamment pour le 
montage en surface de composants passifs. Ce 
type de colle contient des particules conductrices 
en faible concentration. Ces particules. elastique- 
ment d^formables, dont le diam^tre est de Tordre 
de 10 ^ 20 um, permettent une conduction electri- 
que lorsqu'elles sent pressees entre deux contacts, 
la colle restant isolante aux endroits ou il n'y a pas 
de contacts. Des metallisations carrees de 100 um 
de cote avec des espacements de 100 um sont 
compatibles avec Tutilisation de ces colles en ce 
qui concerne I'aspect conduction (densite de parti- 
cules se trouvant sur la metallisation au moment du 
collage -il faut en effet compter plusteurs parti- 
cules, plutdt qu'une seule, qui serait th^oriquement 
suffisante, pour r^tablissement d'un bon contact-) 
et ne presentent pas de risque de court-circuit 
entre pistes conductrices. Ces colles sOnt actuelle- 
ment disponibles sous forme de film ou sous forme 
de pates. Fabriquent des films de colle anisotrope 
notamment la society americaine 3M, la socidte 
japonaise HITACHI tei le film reference AC8021X, 
la societe japonaise SONY tel le film 93C5X30, et 
des pates, notamment la societe americaine AIT 
telle la pate 2ME 8155, la society allemende LCD 
MIKROELECTRONIC telle la pate R022/23. ou la 
societe americaine ZYMET qui fabrique une p§te 



polymeris^ble aux UV. Pour la mise en oeuvre de 
rinvention. la colle anisotrope sous forme de pate 
est pref^ree h celle sous forme de film. On notera 
que, pour I'utilisation de cette technique de 

5 contact, un compromis doit etre trouv^ entre I'eta- 
blissement d'une bonne conduction electrique au 
niveau de chaque contact de la puce et Tabsence 
de courts-circuits dQs k des agglomerats de parti- 
cules entre pistos. A contraintes do dimensionne- 

10 ment des contacts egales. ce compromis est d'au- 
tant plus facile k realiser dans la mesure oCi il est 
possible d'augmenter la concentration en particules 
tout en diminuant leur taille. Mais pour que cette 
diminution de taille soit possible, il faut arriver h 

15 obtenir une bonne planeite de Tensemble des ex- 
tr^mites des pistes sur le fond 7 du logement (celle 
des contacts du circuit integre etant par ailleurs 
acqulse). 

Le detail du precede d'assemblage du circuit 
20 integre 4 sur le support de carte 1 est le suivant. 
apres que les deux elements precites ont 6te soi- 
gnsusement nettoyes. 

La pelllcule de colle. sous forme de film ou de 
pate, referenc^e 36 sur les figures 2 et 3, est 
25 placee sur I'une des configurations de contacts, sur 
le circuit integre ou bien, de preference, sur le fond 
7 du logement 5. Apres mise en regard (aligne- 
ment) des contacts des deux substrats, une certai- 
ne chaleur et une certaine pression sont appli- 
30 quees simultanement. La chaleur est de Tordre de 
100 a 200 'C. la pression de Tordre de 200 a 400 
N/cm2 et la duree d'applicatton de Pordre de 10 & 
30 s. La colle est ensuite polymerisee, par action 
thermique ou par rayonnement UV, suivant le type 
35 de colle utilise. Apres ces traitements, les parti- 
cules pincees entre les contacts sont eiastiquement 
deformees, ce qui resulte en une force de contact 
additionnelle. Ces particules peuvent etre en fibre 
de carbone, des particules metalliques. ou des 
40 spheres en matiere plastique enrobees de metal, 
leur diametre moyen etant de Tordre de 10 um. 

Le resultat obtenu par le precede precite est 
represente k la figure 3. On a represente d*une 
part le circuit integre 4, avec ses contacts 31 et 
45 une couche de passivation superficielle entre 
contacts, 32, d'autre part le fond 7 du logement 
dans le support de carte 1, muni des extremites de 
pistes 9 qui ne comportent pas de surepaisseurs 
en I'occurrence. Par collage, accompagne d*une 
50 certaine pression. des particules conductrices telles 
que 35 ont ete enriprisonnees dans la colle 36 puis 
comprimees entre les paires de contacts 9 et 31. 
D'autres particules. telles que 37 sont situees en 
dehors des contacts et ne participent k aucune 
65 conduction, eiectrique, 

II existe trois types de colles anisotropes : 
celles sensibles k la pression, les colles thermo- 
plastiques et les colles thermodurcissables. Les 
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colles pr^ferees ici sont les colles thermoplastiques 
qui ont un temps de stockage assez long et pour 
lesquelles il ne se pose pas de problfeme de fortes 
mont^es en temperature lors de Tutilisation ulte- 
rieure de la carte. II est aussi possible d'utiliser un 5 
melange de colles thermodurcissabi© et thermo- 
plastique. 

En variante au proced^ de collage Indiqu6 plus 
haut, i! est possible d'operer une prepolym^risation 
de ia colle, apr§s qu'elle a ete deposee sur Tune 10 
des configurations de contacts et avant I'aligne- 
ment des contacts des deux substrats. 

Les proc^d^s preterms pour I'appllcation des 
pistes conductrices 8 sur le support 1 sur une 
surface non plane, dite 3D, sont : jq 
' Temboutissage ^ chaud d'une configuration 
de pistes collables, dit Hot Foil Embossing en 
anglais, 

- le precede de tampographie. sulvi d'une me- 
tallisation par autocatalyse. 20 

- la realisation de pistes par lithogravure obte- 
nue a partir d'hologrammes laser. 

ParmI ces trois proc^des les deux premiers 
sont relativement bien connus et eprouves. assez 
economiques, mais ne permettent pas d'obtenir 25 
une grande resolution pour la realisation des pistes. 
Lorsqu'une grande resolution est requise. le troisie- 
me precede, plus precis, peut etre utilise. 

Les techniques de tampographie et de lithogra- 
vure sont compatibles avec la creation de surepais- 30 
seurs aux extremit^s 9 des pistes conductrices. 
realisees au fond du logement lors du moulage par 
injection du support 1 . 

Concernant le precede d' emboutissage (ou 
encore d'estampage) k chaud. on peut citer a titre 35 
d'exemple le contenu du brevet EP 0 063 347. 
AvGc un cycle thermique d'une duree de I'ordre de 
2 s, une configuration de pistes metalliques de 12 
k 70 um d'epaisseur peut etre appliquee centre le 
support de carte, k I'endroit du logement 5 dont ia 40 
forme est congue a cet effet, c'est-&-dire avec 
parois inclinees de preference, la presslon d'appli- 
cation etant de Tordre de 80 N/mm^ et la tempera- 
ture de rordre de 200 -C. A cet effet. les feuilles 
d'estampage a chaud qui comportent les ccnfigura- 45 
tions de pistes sont constitutes d'une ou plusieurs 
couches d© colle reactivable a chaud (generale- 
mont k base de phenols) ayant une epaisseur de 1 
k 4 um, une couche de cuivre, assez ductile, 
d'epaisseur comprise entre 12 et 35 urn. et even- so 
tuellement une couche d'etain ou de nickel de 
quelques um d'epaisseur. La partie de la feuille qui 
n*esl pas estampe© peut ensuite etre otee k partir 
d'une station d'enroulement avec du ruban adhesif. 

Par le precede de tampographie, avec une 55 
duree de cycle de 2 s, une laque contenant du 
palladium peut etre imprimee centre le support de 
carte 1 , centre les parois et le fond du logement 5 
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et autour de ce dernier sur la face 3, selon le 
dessin requis pour la configuration des pistes me- 
talliques a creer k cet endroit. La quaiite de I'lm- 
pression est bonne, puisqu'il est ainsi possible 
d'obtenir une precision de Tordr© de 50 um pour la 
largeur des pistes conductrices aussi bien que 
pour la distance de separation entre pistes. 

La laque contenant du Pd, qui constitue un 
catalyseur et qui est ddposee aux endroits ade- 
quats sur le support 1, est ensuite chauffee a 
100'C. Puis une metallisation (cuivre ou nickel) par 
autocatalyse est effectuee, cette derniere operation 
etant depufs longtemps connue et maitrisee : le 
cuivre(nickel) ne se depose, sur le support 1. 
qu'aux endroits ou du catalyseur est present. 
L'epaisseur de cuivre depose est comprise entre 1 
et 10 um. Le principal avantage de ce precede 
eiectrochimique de metallisation est que plusieurs 
milliers a plusieurs dizaines de milliers de cartes 
peuvent etre traitees en meme temps, plongees 
ensemble dans un meme bain, en Tespace de 
quelques heuros. 

Lorsqu'une plus grande precision est necessai- 
re, pour te dessin des pistes conductrices dans le 
logement 5, II est possible d'utiliser un procede de 
photolithographie, plus couteux que ies precedents. 
Cette technique est la transposition de la technique 
de photolithographie classique. pour la metallisa- 
tion de surfaces planes, a la metallisation de surfa- 
ces gauches, en I'occurrence les parois et le fond 
du logement 5 et ses abords immediats sur la face 
3 du support. Pour cela, une technique de mise au 
point par masques 3D ou hologramme laser est 
possible, qui consist© a realiser I'image des pistes 
en 3D sur un© surface qui coincide avec cell© du 
logement, ce qui permet d'obtenir la polymerisation 
d'un vernis seulement aux endroits voulus sur la 
surface du logement. 

Par exemple. un precede semi additif peut itre 
utilise pour la realisation des pistes. Ce precede, 
actuellement utilise dans les principaux pays deve- 
loppes, consist© k effectuer un traitement du sup- 
port plastique pour ameiiorer I'adherence d'un de- 
pot metallique, du cuivre de preference, sur lequel 
on fait ensuite croilre des couches de contacts 
electriques en utilisant un masque de photoresist. 
Apres exposition, le masque et les couches autour 
des contacts sont eiimines. Ce precede permet 
done des metallisations sur des supports non plans 
en utilisant des masques 3D ou des techniques au 
laser (generation d'hologrammes). et procure une 
resolution de I'ordre de 50 um. Au moyen des 
differents precedes de metallisation precites, ies 
contacts electriques ne sont plus supportes par un 
film ou une grille, comme dans I'art anterieur, mais 
par le support de carte lui-meme. De plus, les 
operations de traversee d'un materiau isolant. pour 
retablissement des contacts ne sont plus indispen- 
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sables. 

Pour le mode de realisation repr6sent4 h la 
figure 4. les plages metalliques de contact externes 
41 ont 6tB appliquees de Tautre c6t4 de la carte, 
par rapport au premier mode de realisation des 
figures 1 a 3. c'est-i-dlre sur la face 42 qui ne 
comporte pas te logement, et des traversees metal- 
liques 43 ^ travers le fond du logement, 44, les 
roliont aux plages metalliques de contact internes 
45 dont la disposition est la m§me que pour le 
premier mode de realisation, Cette structure de 
contacts lies au support de carte est connue des 
demandes de brevets dejgi cities WO 92/13319 et 
WO 92/13320. Les metallisations 43. 41 et 45 peu- 
vent §tre realis^es par tout moyen connu dans la 
technique des circuits imprimes multicouches et il 
est aussi possible d'utiliser, pour la realisation des 
plages metalliques. la technique de Irthographie 
decrlte ci-dessus pour la realisation des metallisa- 
tions 2, 8 et 9. 

Le precede d'assemblage proprement dit, 
c'est-^-dlre le collage a contact eiectrique du cir- 
cuit integre 4 centre le fond 7 du logement 5 est le 
meme que celui decrit pour le premier mode de 
realisation. Cependant. on a represente en variante, 
a ia figure 4. des surepaisseurs 46 sur les plages 
metalliques de contact externes. qui visent h facill- 
ter retablissement des contacts eiectriques. Ces 
surepaisseurs sent reallsees de preference lors du 
moulage par injection du support de carte 1 realise 
en ABS ou polycarbonate : leur forme peut avoir 
raspect d'une calotte spherique. comme represen- 
te en 46 figure 4 ou. de preference, etre cylindri- 
que, et leur hauteur de I'ordre de une k quelques 
dfzaines de microns. 11 est recommande de choisir 
la hauteur des surepaisseurs Inferieure de quel- 
ques microns h I'epaisseur de (a colle anisotrope 
utilisee pour la fixation du circuit integre. La metalli- 
sation des surepaisseurs sur les plages metalliques 
de contact externes peut etre effectuee en meme 
temps que les autres metallisations du fond du 
logement. 

II est aussi represente, a la figure 4. le resultat 
d'une operation suppiementaire k la fixation du 
circuit integre. 

Aprfes montage et collage de la puce, une 
operation de remplissage du logement ou cavite 5 
peut etre realisee par un precede simple dit de 
potting en anglais et qui conslste en le depot d'une 
goutte de resine 47 dans la cavite 5. Afin d'obtenir 
une surface externe plane, on utilise de preference 
des resines a tres faible viscosite. telle par exem- 
ple la resine referencee 931-1 de la societe ameri- 
calne ABLESTICK. Cette resine dolt posseder une 
haute purete ionique et presenter une bonne resis- 
tance a I'absorption d'eau afin de proteger la puce 
eiectronique de fagon efficace au cours des tests 
climatlques. Apres application dans la cavite, la 



resine est polymerisee. ce qui constitue une der- 
ni^re etape avantageuse de finition pour le precede 
d'assemblage selon I'invention. laquelle est d'ail- 
leurs recommandee pour le premier mode de reali- 

5 sation, quoique non representee a la figure 2. 

La simplicite de cette operation de potting per- 
met I'utilisation de syst^me remplissant plusieurs 
cavites k la fois et done I'obtention de capacites de 
production elevees par equipement. La resins utili- 

10 . see est de preference une resine de haute purete 
Ionique offrant une bonne resistance a I'absorption 
d'humidite et protegeant efficacement la puce de 
circuit integre lors des flexions et des torsions de 
la carte. 

'5 II faut noter que remplol d'une colle pour le 

collage de la puce et d'une resine de protection 
compatibles et possedant le meme mode de poly- 
merisation (thermique ou UV) permet de realiser 
les operations de collage de la puce et le remplis- 

20 sage de la cavite avec le meme equipement. La 
sequence des operations est alors la suivante : 

- collage de la puce. 

- remplissage de la cavite a I'aide d'un dlspen- 
seur de resine monte sur I'amenage de 

25 Tequipement de collage, 

- polymerisation stmultanee de la colle du cir- 
cuit integre et de la resine d'enrobage. Dans 
cette eventualite, il est recommande toutefois 
de prepolymeriser ia colle anisotrope avant 

30 son application sur le fond du logement. 

Dans ce cas, un seul equipement permet de 
realiser I'lntegralite du montage. 
II est decrit ci-dessus, en reference a la figure 
4, des surepaisseurs 46 destinees h faciliter les 
35 contacts eiectriques pendant I'assemblage. Selon 
la meme technique, de preference celle du moula- 
ge par injection du support de carte, il est possible 
de realiser des. surepaisseurs-guides sur lei fond 7 
du logement 5, comme decrit ci-dessous en refe- 
40 rence k la figure 5. sur laquelle les plages metalli- 
ques de contact externes et les plages metalliques 
de contact internes sent situees sur la meme face 
de la carte qui comporte le logement 5 (premier 
mode de realisation). 
45 Sur cette figure 5. les bords de la carte ne sont 

pas representes. Les plages metalliques de contact 
externes 2 sont reperees par des rectangles en 
trait interrompu. au nombre de 8. Lors de la fabri- 
cation du support de carte, quatre surepaisseurs- 
60 guides 51. ayant une hauteur de I'ordre de 100 um 
ont ete creees autour de la configuration formee 
ulterieurement pour les plages metalliques de 
contact internes lors des metallisations, de prefe- 
rence en dehors des zones a metalliser. Ces sure- 
55 paisseurs 51 entourent un rectangle de dimensions 
leg^remenf superieures. de quelques microns aux 
dimensions maximales du circuit integre k inserer, 
compte tenu des tolerances. Chaque surepaisseur 
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comporte un plan incline ou biseau, dirige vers le 
centre du rectangle entour6. Lors de la mise en 
place du circuit int^gr^ 4 au fond du logement. un 
l^ger defaut d© positlonnement du circuit est ainsi 
corrig^ par glissement lateral centre 1 ou 2 biseau- s 
(x) 52. La presence des sur^paisseurs-guides 51 
permet, si necessaire. de rendre les plages metalli- 
ques de contact externes 9 plus fines, ce qui 
augmente les distances qui les separont et done 
diminue la probabtlite de courts-circuits entre pla- io 
ges m^talliques. et autorise I'utilisation de colles h 
density de particules plus ^levee, ce qui favorise 
retabllssement de bons contacts electriques entre 
plages metalltques de contact internes et contacts 
du circuit integre. 

Revendications 

1. Precede d'assemblage de carte electronique 

comportant un support de carte en matlere 20 
plastique muni d'un logement destine a rece- 
voir un circuit integre et dont le fond est muni 
de plages metalliques de contact internes re- 
lives electriquement a des plages metalliques 
de contact externes, caract6ris§ en ce que, 25 
lesdites plages metalliques de contact Internes 
4tant reliees. par des pistes electriquement 
conductrices qui parcourent les parois du loge- 
ment, auxdites plages metalliques de contact 
externes disposees sur la face du support qui 30 
comporte ledit logement et les plages metalli- 
ques dudit circuit Integre etant d^munies de 
surepaisseurs. I'etablissement des connexions 
electriques entre lesdites plages metalliques 
de contact interne et les plages metalliques 35 
dudit circuit integr^ consiste en un proc^de de 
montage flip-cliip partlculier du circuit integre, 
lesdites connexions etant realisees par collage, 
associe a une pression. au moyen d'une colle 
a conduction electrique anisotrope. prealable- 4o 
ment d^pos§e au fond dudit logement, aprSs 
quoi ladite colle k conduction electrique aniso- 
trope est polymdris^e. 

I Precede d'assemblage de carte electronique 45 
comportant un support de carte en matiere 
plastique muni d'un logement destine ^ rece- 
voir un circuit integre et dont !e fond est muni 
de plages metalliques de contact internes re- 
liees. par des traversees metallis^es a travers so 
le fond du logement, a des plages metalliques 
de contact externes disposees sur la face du 
support opposee a celle qui comporte ledit 
logement. caracterise en ce que, les plages 
metalliques dudit circuit integre etant d§mu- 55 
nies de surepaisseurs. I'etablissement des 
connexions electriques entre lesdites plages 
metalliques de contact interne et ies plages 



metalliques dudit circuit integre consiste en un 
precede de montage flip-chip particulier du 
circuit integre. lesdites connexions etant reali- 
sees par collage, associe a une pression, au 
moyen d'une colle a conduction electrique ani- 
sotrope, prealablement deposee au fond dudit 
logement. apr^s quoi ladite colle h conduction 
electrique anisotrope est polymerises. 

3. Precede d'assemblage selon la revendication 1 
ou 2, caracterise en ce que ladite colle a 
conduction electrique anisotrope est deposee 
au fond du logement sous forme d*un film 
preforme, 

4. Precede d'assemblage selon la revendication 1 
ou 2, caracterise en ce que ladite colle a 
conduction electrique anisotrope est deposee 
au fond du logement sous forme d'une p§te. 

5. Procede d'assemblage selon Tune des reven- 
dications 1 a 4, caracterise. en ce que ladite 
colle k conduction electrique anisotrope est 
prepolymerisee lors du depot flip-chip du com- 
posant dans le logement. puis, apr^s mise en 
oeuvre de ce procede, ledit logement est com- 
ble avec une resine de protection compatible 
avec la colle uttlisee pour le montage flip-chip, 
apres quoi est effectuee la polymerisation si- 
multanee de ladite resine et de ladite colle. 

6. Procede d'assemblage selon Tune des reven- 
dications 1 k 5 mettant en oeuvre un support 
de carte realise, avec son logement, selon une 
technique de moulage par injection, et com- 
portant des surepaisseurs, au fond du loge- 
ment aux emplacements prevus pour lesdites 
plages metalliques de contact Internes. 

7. Precede d'assemblage mettant en oeuvre un 
support de carte realise, avec son logement, 
selon une technique de moulage par injection, 
selon Tune des revendications 1 a 6, selon 
lequel des surepaisseurs-guldes prevues au 
fond dudit logement permettent un positionne- 
ment precis des contacts k connecter dudit 
circuit integre lors du montage flip-chip de ce 
dernier, par guidage en place de ses bords. 

8. Carte electronique k circuit integre obtenue par 
le procede selon Tune des revendications 1 k 
7. 
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